
～半導体メーカーの生産性向上、搬送コスト削減を実現する軽量ウェーハリングを提供！～
○事業概要（新規性、市場性等）

・本事業は、半導体製造プロセスに不可欠なウェーハリングを中空構造にすることで、現行品に対し
て重量を６２％削減する軽量化を実現し、耐久性は現行品と同等のウェーハリングを提供する。
・本製品はSEMI（半導体の国際標準規格）に準拠しており、軽量であるため加工装置への負荷が
小さく、その分生産性を向上させることができる。更に、後工程で海外の生産拠点に搬送する際の
エアー便コストを大幅に削減できることが強みとしてあげられる。
・販売先として国内外の半導体メーカーをターゲットとする

コア企業：㈱大川金型設計事務所
（大分県速見郡）

・軽量ウェーハリングの開発・特許

商社

技術支援

販売

事業名： 業界初の世界一軽い金属製ウェーハリングの事業化

地域 大分県速見郡 認定日 平成２３年６月１７日 ８－２３－８２

事業分類 製造（金属・同製品） テーマ分類 その他

連携体の構成
事業推進体制

開発、特許、設計、製造、品質保証、販売

・中空挿入用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾘﾝｸﾞ成形加工
・エンジニアリング樹脂とステンレスの
均一な接着技術

大分県産業科学技術
センター

技術支援

①低利融資
②補助金

支援予定メニュー

大分県信用組合

金融支援

大分県中小企業団体中央会
（大分県大分市）

・経営支援
・販路開拓

㈱日港製作所
（茨城県日立市）
・薄肉板金加工技術（特に絞り技術）
・精密金型設計及び製作技術

設計・製造 経営支援

軽量金属製ウェーハリング

＜現行品（ＳＵＳ無垢）＞

＜当社開発製品＞
（ＳＵＳパック型）

1.5mm

上パック
（ＳＵＳ）

下パック
（ＳＵＳ）

リング（樹脂）

1.5mm

ウェーハリング断面図

12インチウェーハ

ダイシングテープ

ウェーハリング
(厚さ 1.5mm)


